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@ Verfahren zum abreisssicheren Kontaktieren lackisolierter Drédhte, insbesondere zur Anwendung
bei elektronischen Bauteilen.

&) Die Kontaktierung von lackisolierten Drihten auf
metallischen Unterlagen kann vortsilhafterweise
durch Ultraschallschweifen erfolgen. Problematisch
ist dabei bei diinnen Drihten, daB durch die Verfor-
mung die Festigkeit herabgesetzt wird und ein Ab-
scheren erfolgen kann. GemdsB der Erfindung wird
der Draht durch Uliraschalleinwirkung unter Aufbre-
chen der isolierschicht verformt und auf die Unter-
lage aufgeschweiBt und anschiieBend der gesamie
¢ Verformungsbereich mit einem Tropfen eines organi-
schen oder anorganischen Klebemittels umhiilit. Das
cVerfahren ist insbesondere fiir sogenannte HF-
¢\ Drossel-Chips (20), die ais Kontaktelemente An-
schluBfahnen (25) aufweisen, vorgesehen, aber auch
cbei HF-Drossein (30) mit Anschlufdréhten (35) vor-
I%Iteilhaﬁ anwendbar.
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Verfahren zum abreifsicheren Kontakiieren lackisolierter Dr8hte, insbesondere zur Anwendung bei elekironischen

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum abreiflsicheren Kontaktieren lackisolierter
Drahte an Kontakielementen. Insbesondere bezieht
sich die Erfindung auf die Anwendung dieses Ver-
fahrens bei elekironischen Bauteilen, wie HF-Dros-
selspulen mit drahtbewickelten Keramik-, Kunstoff-
oder Ferritkernen. Derartige Drossein kdnnen mit
AnschiuBdréhten versehen oder aber auch als
sogenannte Drossel-Chips mit AnschluBfahnen aus-
gebildet sein.

Bei elekirischen Komponenien, wie z.B. bei
Relais, Schiifzen und anderen Bauelementen, wer-
den im Rahmen einer fortschreitenden Miniaturisie-
rung die verwendeten Indukiionsspuien immer klei-
ner. Dies bedeutet, daB die dabei eingeseizien
Wickeldréhte einen immer geringeren Durchmesser
haben, wodurch das Kontaktieren der Spulenan-
schllisse schwieriger wird. Beispielsweise kdnnen
die lackisolierten Spulenanschilisse einen Durch-
messer im Bereich von 30 bis 100 um(0,03 -0,1
mm) aufweisen. In der dlteren deuischen Patentan-
meldung P 34 33 692.3 wird eine derartige miniatu-
risierte HF-Drossel in Chipbauwsise vorgeschiagen,
bei der ein-oder mehrlagig gewickelter, lackisolier-
ter Draht an pidttchenfrmige Kontaktelemente ko-
ntaktiert werden mus.

Bisher werden lackisolierte Spulenanschilisse
durch manuelles, mechanisiertes oder auch vollau-
tomatisieries L&ten kontakiiert. Speziell fir das
Veridten derartiger hochtemperaturfester
Lackdréhte sind dabei Temperaturen von ca. 500
°C notwendig. Durch die Warmestrahlung kdnnen
die im inmittelbaren L&ibereich liegenden Werk-

" stoffe geschidigt werden.

Zum Kontaktieren kann vorteilhaft das Ulira-
schallschweifien eingesstzt werden, wobei durch
die mechanische Wirkung des Uliraschalls glei-
chermaBen die Lackisolationsschicht aufgebrochen
und die VerschweiBwirkung erreichi werden. Aller-
dings freten bei Durchmessern von lackisolierten
Drihten unier 0,4 mm Probleme auf, da beim An-
schweiBen der Draht an der Verbindungsstelle
durch die Verformung geschwicht wird. Da die
gestellien mechanischen Forderungen im aligemei-
nen nicht aufrechterhalten werden k&nnen, muB
bisher zur Verbesserung der mechanischen Festig-
keit ein =zusdizliches Deckplatichen mit aufge-
schweiBt werden. Leizteres wird speziell fiir das
LaserschweiBen in der DE-OS 33 07 773 be-
schrieben. Bei der Fertigung von HF-Drosselspu-
len, die entweder mit AnschluBdraht oder auch
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neuerdings mit AnschluBfahnen ais sogenannte HF-
Drossel-Chips hergestellt werden, wiirde dies einen
Mehraufwand bedeuten, da die Deckpldtichen vor
dem VerschweiBen zugeflihrt werden miissen.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein verbes-
sertes Verfahren zum Kontaktieren diinner lackiso-
lierter Drahte auf eine metallische Unterlage anzu-
geben. Dieses Verfahren soll insbesondere flr
Drosselspulen in Chip-Bauweise anwendbar sein.

Die Aufgabe ist erfindungsgem&B8 dadurch
gelbst, daB der Draht durch Uliraschalleinwirkung
unter Aufbrechen der Isolierschicht verformt und
auf das Kontaktelement geschweift wird und daB
anschlieSend der gesamie Verformungsbereich mit
einem Tropfen eines organischen oder anorgani-
schen Klebemittels umhdilt wird.

Das Verfahren gemaB der Erfindung 138t sich
ohne weiteres in eine Fertigungslinie integrieren,
wobei das Verschweifien und anschlieBende Ver-
kieben automatisiert erfolgen kann. Als Kiebemittel
wird vorzugsweise eine thixotrope Klebesubstanz
verwendet, die schnell aushértbar ist.

Mit dem erfindungsgem&Ben Verfahren lassen
sich speziell HF-Drosselspulen mit drahtbewickel-
ten Keramik-, Kunsistoff-oder Ferritkernen, die als
sogenannte Drossel-Chips ausgebildet sind und als
Kontaktelemente grofflichige Anschluffahnen auf-
weisen, kontaktieren. Dabei wird der isolierte Wic-
keldraht jeweils endseitig um die AnschiuBfahne
des Drossel-Chips gelegt, das Drahtende an die
Anschiuifahne angeschweiBt und die Schweifstelle
mit organischem oder anorganischem Klebemitiel
{berdeckt. Bei HF-Drosseln mii AnschluBdrihten
als Kontakielemente kann dagegen der isolierte
Spulendraht jeweils endseitig um den An-
schiuBdraht gewickelt werden, wobei der Spulen-
draht in unmittelbarer N3he des Kernendes an den
AnschluBfdraht angeschweift wird und der gesamte,
um die Drihte laufende Stimbereich des Kemnen-
des mit einem organischen oder anorganischen
Klebemittel abgedeckt wird.

Bei der Erfindung werden die Vorzlige des
UliraschalischweiBens von LackdrZhien, wie sichere
Kontakiierung und die geringe Temperaurbela-
stung, genuizt und gleichermaBen der bisherige
Nachteil der geringen Festigkeit durch das Aufbrin-
gen des Klebemiitels kompensiert. Solche Klebe-
mittel sind einfach handhabbar und kdnnen als
Tropfen auf die SchweiBstelle aufgebracht werden.
Nach dem Aushirien ist der Kleber mechanisch
fest und insbesondere auch temperautrwechsel-
bestédndig. Das Volumen des Klebetropfens kann
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so gewéhlt werden, daB die gesamte Verformungs-
stelle umschlossen wird. Im Ergebnis wird dadurch
erreicht, daB die Festigkeit der Kontakiierung
gréBer als die Drahtfestigkeit ist.

Bei der Verwendung des Verfahrens flr
elektronische Bauteile werden nicht nur die gefor-
derte Verbesserung der mechanischen Stabilitét
bei gleichzeitiger Fertigungsvereinfachung erzielt;
es wird auch erreicht, daB die SchweiBstelle des
Bauteiles gegen klimatische und korrosive Ein-
flisse geschiitzt ist. Die SchweiBstelle oder das
gesamte Bauteil kann darliber hinaus auch mit
mechanisch festen Uberziigen ummantelt werden.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
ergeben such aus nachfolgenden Figurenbe-
schreibung von Ausflihrungsbeispielen anhand der
Zeichnung. Es zeigen

FIG 1a) und b) das Prinzip des Kontaktie-
rungsverfahrens.

FIG 2 einen neuartigen HF-Drossel-Chip in
perspektivischer Darstellung, bei dem die Er-
findung verwendet ist und

FIG 3 eine Schnitidarstellung einer
herkdmmiiche HF-Drossel mit Anschiufidraht
unter Verwendung der Erfindung.

in FIG 1 bedeutet 1 eine metallische Unterlage,
beispielsweise ein Kontakieiement, worauf ein lac-
kisolierter Draht 2 kontakiiert werden werden soll.
Daflir kann vorteilhaft das Ultraschallschweifien ver-
wendet werden, woflir eine Uliraschallsonotrode mit
10 und zugehdriger UltraschallambeB mit 11 ange-
deutet sind. Beim UltraschallschweiBen werden
durch die mechanische Wirkung die Isolations-
schichten aufgebrochen und durch ReibschweiBung
die metaliischen Teile unter gleichzeitiger Verfor-
mung kontaktiert.

Problematisch ist allerdings das Uliraschall-
schweiBen bei Drdhten geringen Durchmesssers,
insbesondere unter 0.4 mm, da es hier durch die
Verformung zu sinem Abscheren des Drahtes kom-
men kann. Wenn gemiB FIG 1b nach dem Auf-
schweiBen auf due Kontakistelle ein Tropfen eines
geeigneten Kiebemittels aufgebracht wird, 184t sich
der gesamte gegen Abscherung geféhrdete Be-
reich schiitzen und somit eine sichere mechani-
sche Verbindung erreichen.

Insbesondere flr das UltraschallschweiBen von
Drédhten unter 100 um Durchmesser ist es wichtig,
durch den Andruck der Sonotrode 10 den Draht 1
vorab zu verformen und anschliefend den Schall
einwirken zu lassen. Dabei werden beispielweise
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mit einer Ultraschallfrequenz von 40 kHz und An-
druckkrdften zwischen 2 und 10 N gearbeitst,
wobei die Leistungen Ublicherweise im Bereich bis
zu einigen Watt liegen.

Als Klebemittel wird beispielsweise ein Einkom-
ponenten klebstoff verwendet. Wichtig flir den be-
stimmungsmé&figen Gebrauch ist dabei, daB die
Klebesubstanz thixotrop, d.h. formbestindig, ist
und schnell aushirtet. Bei einer automatisierten
Fertigung kann dann unmittelbar nach der
SchweiBung ein Tropfen des Klebemittels punkiuelil
auf die SchweiBstelie aufgebracht werden, der bei
Durchlauf durch UV-Licht nach wenigen Sekunden
aushértet, so daB sich eine Form 4 ergibt, die den
verformten Bereich des Drahtes 1 umschlieft.

In FIG 2 ist eine HF-Drossel mit 20 bezsichnet.
Solche Drosseln bestehen Ublicherweise aus einem
Kern 21, der aus Keramik, Kunststoff oder Ferrit
bestehen kann mit eine darauf befindlichen ein-
oder mehrlagigen Wicklung 24 aus lackisoliertem
Runddraht. Im Rahmen einer Miniaturisierung sol-
cher elektronischer Bauteile (bspw. 3.2mm *
2,5mm * 1,5 mm und 40 um-Draht fiir Nenninduk-
fivitdten wvon 0,068 -82 uH bei 2 MHz
MeBfrequenz) ist man dazu {ibergegangen, statt
der bisher Ublichen AnschiuBdrdhte groBfidchige
Kontakielemente vorzusehen. Dazu weist der Kern
21 Stimenden 22 mit Aussparungen 23 auf, in den
front-und rickseitig  plétichenflichige  An-
schluffahnen 25 eingebracht sind. An ihrem freien
Teil sind die AnschluBfahnen 25 abgeknickt, so daB
sie auf Leiterplatten od. dgl. gestecki werden
kdnnen.

Die AnschluBfahne 25 muB mit dem Wickel-
draht 24 kontaktiert werden: Hierzu wird der Wic-
keldraht 24 diagonal um die Anschluffahne 25
gelegt und das Ende 26 des Wickeldrahtes 24 in
oben beschriebener Weise mittels Ultraschall
aufgeschweiBt. Auf die Fldche der AnschluBfahne
25 wird anschiieBend ein Tropfen des angegebe-
nen Kiebers aufgebracht. Es biidet sich ein in etwa
warzenférmiger Bereich 27, der den gesamten Ver-
formungsbereich des UltraschallschweiBens
Uberdeckt. Nach Aushirten des Klebers ist eine
mechanisch stabile Verbindung erreicht.

In FIG 3 wsist eine HF-Drossel 30 einen
Keramik-, Kunststoff-oder Ferritkern 31 auf, auf
dem sich eine Drahtwickiung 34 befindet. Auf der
Stirnflache 32 des Kernendes ist ein AnschiuBdraht
35 herausgefiihrt, der im Kern 31 verankert sein
kann.

Der Anschiufdraht 35 soll mit dem Wickeldraht
34 kontaktiert werden. Dazu wird das Ende 36 des
Wickeldrahtes 34 endseitig um den AnschiuBdraht
35 gewickelt und damit in unmittelbarer N&he des
Kernes 31 durch Uliraschall verschweiff. An-
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schlieBend wird der gesamte, um die beiden
Drihte 35 und 36 umlaufende Bereich der
Stirnfliche 37 der Kermes 31 mit einem organi-
schen oder anorganischen Klebemittel bedeckt.
Beim Aushidrten kann sich in etwa eine Tillenform
37 ausbilden.

Es hat sich gezeigt, daB durch eine kombi-
nierte Schwei-und Klebverbindung von dinnen
lackisolierten DrZhten mit den Kontaktelemenien
bei den Bauteilen nach FIG 2 und 3 eine Festigkeit
erreicht wird, die gr8fer ist als die Drahtfestigkeit.
Messungen des Ubergangswiderstandes sowie
Temperaturwechsel-und weitere elekirische
Priifungen ergaben hinreichend gute Werte.

Vorteilhaft ist bei den vorstehend be-
schricbenen. Beispielen weiterhin, daB die
Schweifistelle auch gegen klimatische und korro-
sive Einfllisse geschiizt ist.

Anspriiche

1. Verfahren zum abreiBsicheren Kontaktieren lacki-
solierter DriZhte an Koniakielementen, insbeson-
dere zur Anwendung bei elekironischen Bauteilen,
dadurch gekennzeichnet, daBf der Draht durch
Ultraschalleinwirkung  unter  Aufbrechen  der
Isolationsschicht verformt und auf das Kontaktele-
ment geschweiBt wird und daB anschlieBend der
gesamte Verformungsbereich mit einem Tropfen
eines organischen oder ancrganischen Klebemitiels
umhdllt wird.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als Klebemitiel eine thixotrope Kle-
besubstanz verwendet wird, die schnell aushartbar
ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 zur Anwendung bei
HF-Drosselspulen mit drahibewickelten Keramik-,
Kunststoff-oder Ferritkemen, die als sogenannte
Drossel-Chips ausgebildet sind und als Kontakiele-
mente pldtichenférmige AnschluBfahnen aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, daB der isolierte Wic-
keldraht (24) endseitig um die AnschluBfahnen (25)
des Drosselchips (20) gelegt und die Drahtenden -
(26) mit den AnschluBifahnen (25) verschweiBt wer-
den und daB die SchweiBisiellen auf den An-
schluffahnen (25) mit einem organischen oder
anorganischen Klebemiitel (27) abgedecki werden.

4. Verfahren nach Anspruch 1 zur Anwendung bei
HF-Drosseispulen mit drahtbewickelien Keramik-,
Kunstoff-oder Ferritkernen, die als Kontaktelemente
AnschluBfdrinte aufweisen, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der isolierte Wickeldraht (34) end-
seitig um die AnschluBdréhte (35) gewickelt und
die Drahtenden (36) in unmittelbarer N&he der Ker-
nenden (32) mit den Anschiufdrdhien (35) ver-
schweiit werden und daB die um die Drihte (35,
38) laufenden Stimbereiche der Kernenden (32)
durch ein organisches oder anorganisches Kiebe-
mittel (37) abgedeckt werden.
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